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資料４



• 産・学の参加機関から、工場見学会、インターンシップ、特別講義、業界説明会など、取り組みたい項目を発表いただ
き、『取組ニーズリスト』として取りまとめた。

• その後、当該リストに基づき、各機関における連携先・取組に係る意向を集約。機関間での調整を経た結果、昨年度年
度に実施されたマッチングによる取組件数は約60件（上期30件＋下期30件）(※)。

• 組成された取組に参加した学生の総数は、延べ1,800人以上。教員に対しても、約30人（延べ数）に対して工場見学等
を行うことで、教育機関側の知見の向上を図った(※)。

1

【再掲】マッチングによる取組の実施結果について（令和5年度）



• 年度当初の確認時点において、産学双方の意向が一致している案件は通年度で約60件あり、これら案件を中心に実施調整が進めていた
だいたところ、本年度上期（4月～9月）までで約30件の取組実施、下期（10月～3月）には約40件の取組が予定されており、合計約
70件の案件が組成され、中部地域における半導体人材の取組が拡大している状況。

• 特に、上期で実施された案件への学生等の延べ参加者数は約500名、下期には、連続講義の実施や、合同業界説明会の実施などにより多
くの学生にご参加いただき、延べ約2,000名の学生等が参加し、合計約2,500名の学生に対して人材育成・確保の取組をリーチするなど、
取組は拡大傾向。

• また、協議会参加の全機関は、少なくとも1つ以上の取組に関与いただいており、地域一体となった人材育成の取組が行われている状況。
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マッチングによる取組の上期取組実績及び下期取組予定について

産(8機関)

• 株式会社デンソー

• イビデン株式会社

• ウエスタンデジタル合同会社

• キオクシア株式会社

• ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社

• タワーパートナーズセミコンダクター株式会社

• 加賀東芝エレクトロニクス株式会社

• 東芝デバイス＆ストレージ株式会社

学（12機関）

• 名古屋大学

• 名古屋工業大学

• 豊橋技術科学大学

• 豊田工業大学

• 岐阜大学

• 岐阜工業高等専門学校

• 三重大学

• 鈴鹿工業高等専門学校

• 鳥羽商船高等専門学校

• 富山大学

• 金沢大学

• 金沢工業大学

ニーズリストに基づいた
相互のアプローチによって

案件を組成

2024fy取組件数
約70件

【※件数のカウントに係る備考】
・インターンシップは、人数や実施時期、受入拠点等の設定によらず、 教育機関からの送り出し先となった企業との組み合わせを１件としてカウント。
・１つの取組に複数の機関が参加している場合は、１件としてカウント。 （例：A社がＢ大学及びＣ高専を対象に工場見学を合同で実施。）
・連絡協議会設置前（2023年3月以前）の取組については含んでいない。 ／ ・教育機関同士の取組も一部含んでいる。
・取組の調整過程でリストに登録していた案件以外についても追加で取り組むことになった案件などもあり、当初見通しの件数よりも増えている。

【※参加者数のカウントに係る備考】
・令和5年度中（～2024年3月末）までに行われた、参加者数が特定可能な取組を対象としてカウント。
・同一の学生等を対象とする連続講義の一環として実施された取組については、重複でのカウントは行っていない。
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マッチングによる取組の具体例（上期取組実績）

（※）各参加機関から了解が得られた案件のみ、その内容について掲載している。なお、調整中の内容が含まれており、今後、対象や時期等は変更になる可能性がある。

実際に行われた取組例（※）

取 組 企 業 教育機関 実施予定内容

工場見学 デンソー ⇔ 名古屋大学

時期：７月下旬
対象：工学部・工学研究科（修士1年生）及び米国留学生
内容：同学最先端半導体研究戦略室主宰の『UPWARDS Summer Intensive 

Program 2024』の企画として、同社の工場見学を実施。

インターンシップ 現在、各教育機関では、学生の希望を踏まえてインターンシップ先の調整が進められている。

特別講義

ウエスタンデジタル ⇔ 名古屋工業大学

時期：7月下旬
対象：電気・電子系大学院1年
内容：大学院講義科目「半導体プロセス工学特論」の1コマとして

90分間の講義を実施。

タワーパートナーズ
セミコンダクター

⇔ 金沢大学

時期：6月中旬
対象：理工学域 電子情報通信学類 電気電子コース／情報通信コース３年生
内容：「集積回路工学」の１コマとして「半導体産業とアナログ半導体デバイス」の内容につ

いて、外部講師として登壇。半導体の基礎知識や歴史をはじめ、製造工程、産業の
構造、各国の動向、アナログ半導体の技術開発について講義。

東芝グループ
（東芝デバイス＆ストレージ、
加賀東芝エレクトロニクス）

⇔ 金沢工業大学

時期：5月下旬
対象：全学科2年生対象
内容：全学科対象の選択科目「教養としての半導体技術入門」の１コマで「パワー半導

体」について、外部講師として登壇。
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マッチングによる取組の具体例（下期取組予定）※一部、既に実施済み

（※）各参加機関から了解が得られた案件のみ、その内容について掲載している。なお、調整中の内容が含まれており、今後、対象や時期等は変更になる可能性がある。

取 組 企 業 教育機関 実施予定内容

工場見学

ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン ⇔ 鳥羽商船高専
時期：10月中旬
対象：情報機械システム工学科4年
内容：会社紹介/職種紹介や、CR見学（ライブカメラ）、仕事紹介、質疑応答など

キオクシア ⇔ 岐阜高専
時期：11月上旬
対象：電気情報工学科 3年生
内容：企業紹介および製造現場の見学、質疑応答 など

インターンシップ 現在、各教育機関では、学生の希望を踏まえてインターンシップ先の調整が進められている。

業界説明会
協議会参加の一部企業

（※協議会外の企業を含む）

⇔ 豊田工業大学

時期：10月～12月
対象：全学年対象（主に就職活動学生）
内容：各教育機関主催の業界説明会に参加いただき、企業より説明を実施。

⇔ 三重大学

⇔ 鈴鹿高専

⇔ 富山大学

特別講義

イビデン ⇔ 岐阜大学

時期：2025年1月中旬（※予定）
対象：工学部 電気電子・情報工学科 電気電子コース 3年生
内容：「半導体プロセス工学」の１コマで、外部講師として「電子部品の進化、 半導体産

業構造」について講義頂く予定。

東芝グループ
（東芝デバイス＆ストレージ、
加賀東芝エレクトロニクス）

⇔ 名古屋工業大学

時期：11月中旬
対象：大学院工学研究科 工学専攻 電気電子プログラム 修士１年生
内容：大学院特別講義（集中講義）の一環として、SiCパワーモジュールの技術動向と研

究事例について講義

調整が進められている取組例（※）



○（工夫）見学後に大学OBとの座談会を実施し、会社生活の具体的なイメージを伝えた。
⇒（成果）会社生活を具体的にイメージできたとのアンケート回答が多かった。

○（工夫）教授等を対象にした工場見学では、意見交換等と合わせてインターンシップへの誘引について要請できた。
⇒（成果）インターンシップへの参加学生数の増に繋がった。

●（工夫）既存の学部実施の工場見学会の仕組みに乗ることで、一から企画を立ち上げるのに比して、募集や運営の効率化を図ることができた。
⇒（課題）準備に関する担当者の負担が大きい。持続的開催に向けては、ノウハウの継承、効率化・省力化の促進、諸々の支援が重要。

●（工夫）一度に見学できる人数（受け入れ可能人数）が20人程度であるため、日を分けて実施。

工場見学会の実施
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取組における工夫やその効果、課題など① ○･･･企業 ／ ●･･･教育機関

インターンシップの実施

○（工夫）事前面談において学生の研究内容や希望を確認の上で各職場１名ごとに配属し、それぞれに指導員を配置してインターンシップを実施。
⇒（成果）きめ細かな配慮により、半導体未経験の学生を含めて有意義なインターンシップが実現した。

●（工夫）事務局が作成したインターンシップの案内を関係学部の学生が閲覧できるように展開した。
⇒（成果）参加した学生からは好意的な反応があり、エントリー増に繋がった。参加した学生が就職につながった事例も生まれた。

●（工夫）インターンシップの報告会を学内の他学年も聴講可能としている。
⇒（成果）参加者が報告を行うことで、その会社・事業内容などが下級生へ認知され、翌年のインターンシップに繋がる効果がある。
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取組における工夫やその効果、課題など② ○･･･企業 ／ ●･･･教育機関

●（工夫）技術・開発部門の若手マネージャーを講師として講義を実施。講義対象の学生（学年、専門性等）を踏まえて講義内容を調整。
⇒（成果）学生から「最前線の技術者のリアルな話を聞けて、とても勉強になった。半導体業界に興味を持った」との感想があった。

●（工夫）単位認定を行わないセミナー・レクチャー形式とすることで、実施や集客に制限の少ない、柔軟な運営を図った。
⇒（課題）学生の参加の動機付けが弱まるため、広報に準備や工夫が必要なほか、開催頻度の設定によっては学生の負担感が大きい。

●（工夫）テーマに合った適切な講義内で取組を実施することにより、本講義への興味を高める効果などが期待できる。

●（工夫）低学年向けをターゲットとして実施することで、半導体業界への理解促進に努めた。

特別講義の実施

○（工夫）当社の紹介のみではなく、半導体業界全体についても説明を意識することで、根本からの興味関心の喚起を図った。

●（工夫）文理を問わず参加できる全学イベントとして実施。
⇒（成果）企業側にとっても、専門人材にアプローチできる機会となり、出展の選択肢の充実化に繋がっている。

●（工夫）参加する全ての企業の説明を聞くことができるような仕組み・時間割りを設定した。
⇒ （成果）企業・学生双方にとっても満足度の高い結果となった。

その他の意見

業界説明会の実施

○各社様の取組（工夫含む）を共有する機会や、他地域での取組を共有する機会（例：若年層への半導体の理解活動など）が不足している。

●年度の人材採用スケジュールの関係からか、タイミングを逃すとマッチングの議論が立ち消えになってしまう可能性がある。次年度を意識した調整も重要。

●協業しようとすると距離の問題があるため、連携先は近隣の企業に限られてしまう状況。
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事例①：名古屋大学×協議会参加企業による連続講義
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事例①：名古屋大学×協議会参加企業による連続講義
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事例①：名古屋大学×協議会参加企業による連続講義



• 協議会参加の各企業が登壇する業界セミナーを同学において企画・実施。
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事例②：金沢工業大学×協議会参加企業による合同業界説明会

資料提供：金沢工業大学 進路開発センター

【当日の様子】
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事例③：豊橋技術科学大学×中部地域含む各地の高専によるLSI製作実習
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事例③：豊橋技術科学大学×各高専によるLSI製作実習
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